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SMT Thermal Discoveries aus Wertheim ist der Spezialist  
für thermische Anwendungen und deren Lösungen  
von –50 °C bis zu +350 °C. Die Highlights auf der diesjähri-
gen SMT Messe in Nürnberg waren die neue platzsparende, 
modular gestaltete Vertikalanlage und Vakuum 2.0-Lösungen. 

SMT Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co. KG 
D-97877 Wertheim, Tel.-Nr. +49 (0) 9342970-0 

info@smt-wertheim.de, www.smt-wertheim.de
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